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Introduction

e |La puissance du GTK est consommee principalement
a I'extremite des puces, hors du faisceau

e Remplacer la plague de refroidissement par un cadre
permet de reduire la matiere dans le faisceau
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e |a matiere dans le faisceau est un probleme majeur
de NAG2, la volonte de la reduire est tres forte




Project Time Line

¢ Forte synergie avec la R&T CPPM

¢ |e collage anodique Si/Si par couche mince est la
solution de base (Si/Verre en secours)
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Etat d’avancement

e Decoupe de cadre de refroidissement par laser dans
des wafers de silicium avec Femto a Besancon en

cours
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